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1 General Description 

1.1 Introduction 

1.1.1 Scope  
This specification defines MPP (Magnetic Power Profile), an extension to Qi v1.3 BPP (Baseline Power Profile). 
Manufacturers can use this specification to implement PTx and/or PRx that are interoperable. 

1.1.2 Document organization 
The MPP (Magnetic Power Profile) Specification is organized as these documents: 

1. MPP System Specification (this document)
2. MPP Communications Protocol

Specification

MPP is an extension of the Baseline Power Profile (BPP) and utilizes some (but not all) features defined in the Extended 
Power Profile (EPP). Where relevant, refer to the Qi v2.0 Specification. 

1.1.3 Design goals 
Magnetic Power Profile (MPP) is an interface which allows for: 

• Never missing the sweet spot - ease of attach through ring of magnets
• Ecosystem of powered and unpowered accessories
• Conveniently using your device while charging
• Delivering high power (15W) safely
• Preventing interference with vehicle key fobs without regulatory issues by operating at 360 kHz
• Compatibility with Qi 2.0 BPP products and maintaining near-parity backward compatibility with Qi 1.x BPP

products
Sweet spot 
The goal for MPP is to enable a new wireless charging experience for users where they will never miss the charging "sweet 
spot" and can consistently, efficiently, and safely charge their devices at high power. To achieve accurate alignment between 
the PTx and PRx coils, a circular array of magnets has been added that surround the coils. The magnetic alignment provides 
tactile feedback to the user guiding accurate placement even in the case where the user isn't directly looking at the PTx. 
Conveniently, the magnetic attachment enables users to use their device while it is charging and greatly simplifies docking 
functionality. 

Magnet array 
The magnet array has been carefully designed so that it can coexist with the wireless power transfer system to deliver high 
power transfer at high efficiency. Figure 2.1.3: 1  shows the multipole magnet design that tightly couples strong permanent 
magnetic fields within the region of the magnet array, keeping most of the strong fields away from the magnetic shielding 
material of the power transfer coils. 

Because of the consistent accurate alignment, the magnetic state-space that the system must be designed to work across is 
reduced. Figure 2.1.3: 2  shows data from a study where 99.9% of placements aligned the PTx and PRx within a 2mm radius 
1. By reducing the state-space, the design of features like foreign object detection is simplified.

1 The placement study used a case with integrated magnets as shown in Figure 2.1.3:  
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Benefits 
The benefits of MPP also extend further than just wireless charging: it enables an ecosystem of powered and unpowered 
accessories. Because of the convenience of magnetic attach, it is expected that a new category of portable charging products 
will arise, and with this in mind, MPP has been designed to ensure that charging at 360 kHz will not cause interference with 
vehicle key fobs. All these benefits and experiences have been enabled in MPP while also being compatible with Qi 2.0 BPP 
and having nearly 100% backwards compatibility with Qi 1.x BPP. 

Figure 2.1.3: 1 Multipole magnet design that tightly couples strong permanent magnetic fields within the region of 
the magnet array .  

Figure 2.1.3: 2 Accurate magnetic alignment within a 2mm radius (without case and with silicone case). 
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1.1.4 BPP and MPP interoperability
Backward compatibility with PRx or PTx that do not support MPP is achieved by operating in BPP at up to 5 W: 

• MPP PTx support operation as a BPP PTx (i.e., 5 W)

• MPP PRx support operation as a BPP PRx (i.e., up to 5 W)

To support both MPP and BPP, the system uses dynamic re-tuning. Dynamic re-tuning is achieved by switching appropriate 
capacitors in series with the Primary Coil in the PTx, and the Secondary Coil in the PRx. 

Compared to BPP, this requires: 

• For PTx: two additional capacitor values and two switches (e.g., MOSFETs)
• For PRx: one additional capacitor value and one switch

The magnet array resolves the problem of magnetic flux density in Shielding materials reaching saturation (associated with 
the deprecated magnetic alignment feature in Reference Designs A1, A5, A9). See § 4.2  PTx Coil System Model and § 4.3 
PRx Coil System Model . 

The deprecated magnetic alignment feature is described in Qi v1.2.2 Pt 4, Sec 2 Overview: 

“NOTE Power Receivers that use thin magnetic Shielding have been found to experience reduced performance on Power 
Transmitters that contain a permanent magnet in or near the Active Area. Such Power Receivers may exhibit, for example, 
less positioning freedom and/or a longer charging time. For this reason Power Transmitter designs A1, A5, and A9 have 
been deprecated as of version 1.2 of the Qi Power Class 0 Specification.” 

For BPP PRx that implements Shielding with a low saturation property, the magnet array in an MPP PTx can cause 
saturation. Such combinations of MPP PTx and BPP PRx can exhibit sub-harmonic oscillation. A solution for this is 
described in § 8.2  Mitigation of Saturation for BPP . 

1.1.5 Related documents 
General Documents 

• Introduction
• Glossary, Acronyms, and Symbols

System Description Documents 

• Mechanical, Thermal, and User Interface
• Power Delivery
• Communications Physical Layer
• Communications Protocol
• MPP Communications Protocol
• Foreign Object Detection
• NFC Tag Protection
• Authentication Protocol
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
SPÉCIFICATION QI VERSION 2.0 –  

 
Partie 10: Spécification du système MPP 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de 
l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la 
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de 
l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications 
techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés 
"Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national 
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec 
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont 
représentés dans chaque comité d'études. 

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles 
par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l 'IEC s'assure de l'exactitude 
du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation 
ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure 
possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. 
Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes 
doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent 
des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC 
n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y 
compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout 
préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, 
directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la 
publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est 
accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'uti lisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un ou de 
plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de brevet 
revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'a pas reçu notification qu'un ou plusieurs 
brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise 
en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de 
données de brevets, disponible à l'adresse https://patents.iec.ch. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié tout ou partie de tels droits de propriété. 

L'IEC 63563-10 a été établie par le Domaine Technique 15: Wireless Power Transfer, du comité 
d'études de l’IEC 100: Systèmes et équipements audio, vidéo et multimédia. Il s'agit d'une Norme 
internationale. 

Il est basé sur la Spécification Qi version 2.0, Spécification du système MPP et a été soumis en tant 
que document Fast-Track. 

La présente version bilingue (2025-07) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2025-02. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais. 
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La structure et les règles éditoriales utilisées dans cette publication reflètent la pratique de 
l'organisation qui l'a soumise. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les 
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous 
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont 
décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications/. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité 
indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document 
recherché. À cette date, le document sera 

• reconduit, 
• supprimé, ou 

• révisé. 

 
 

https://www.iec.ch/members_experts/refdocs
https://www.iec.ch/publications/
https://webstore.iec.ch/?ref=menu
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1. Description générale 

1.1. Introduction  

1.1.1 Domaine d'application 

Cette spécification définit le MPP (Magnetic Power Profile), une extension du BPP (Baseline Power Profile) de Qi v1.3. Les 
fabricants peuvent utiliser cette spécification pour mettre en œuvre des PTx et/ou PRx interopérables. 

 

1.1.2 Organisation des documents 

La spécification MPP (Magnetic Power Profile) est organisée sous la forme de ces documents : 
1. Spécification du système MPP (présent document) 
2. Protocole de communication MPP 

Spécification du protocole de communication 

Le MPP est une extension du profil de puissance de base (BPP) et utilise certains (mais pas tous) des phénomènes définis dans le 
profil de puissance étendu (EPP). Le cas échéant, se référer à la spécification Qi v2.0. 

 

1.1.3 Objectifs de la conception 

Le profil de puissance magnétique (MPP) est une interface qui permet : 

• Ne manquez jamais le point idéal - facilité de fixation grâce à l'anneau d'aimants 
• Écosystème d'accessoires alimentés et non alimentés 
• Utilisation pratique de votre appareil tout en le chargeant 
• Fournir une puissance élevée (15W) en toute sécurité 
• Prévenir les interférences avec les porte-clés des véhicules sans problèmes réglementaires en fonctionnant à 360 kHz 
• Compatibilité avec les produits Qi 2.0 BPP et maintien d'une rétrocompatibilité quasi parfaite avec les produits Qi 1.x 

BPP 
Point d'ancrage 
L'objectif de MPP est de permettre aux usagers de vivre une nouvelle expérience de charge sans fil, où ils ne manqueront jamais 
le "sweet spot" de charge et pourront charger leurs appareils de manière cohérente, efficace et sûre à haute puissance. Pour 
obtenir un alignement précis entre les bobines PTx et PRx, un réseau circulaire d'aimants a été ajouté autour des bobines. 
L'alignement magnétique fournit un retour d'information tactile à l'usager, le guidant vers un positionnement précis, même dans le 
cas où l'usager ne regarde pas directement le PTx. Pratique, l'attache magnétique permet aux usagers d'utiliser leur appareil 
pendant qu'il se recharge et simplifie grandement la fonctionnalité de la station d'accueil. 

Réseau d'aimants 
Le réseau d'aimants a été soigneusement conçu pour pouvoir coexister avec le système de transfert d'énergie sans fil afin d'assurer 
un transfert d'énergie élevé à haut rendement. Figure 2.1.3 : 1 montre la conception de l'aimant multipolaire qui couple 
étroitement les champs magnétiques permanents puissants dans la région du réseau d'aimants, en éloignant la plupart des champs 
puissants du matériau de blindage magnétique des bobines de transfert d'énergie. 
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Grâce à l'alignement précis et constant, l'espace d'état magnétique dans lequel le système doit être conçu pour fonctionner est 
réduit. Figure 2.1.3 : 2 montre les données d'une étude où 99,9% des placements ont aligné les PTx et PRx dans un rayon de 
2mm1. La réduction de l'espace d'état permet de simplifier la conception de phénomènes tels que la détection d'objets étrangers. 

Avantages 
Les avantages du MPP ne se limitent pas à la recharge sans fil : il permet de créer un écosystème d'accessoires alimentés ou non. 
En raison de la commodité de la fixation magnétique, une nouvelle catégorie de produits de recharge portables devrait survenir. 
Dans cette optique, le MPP a été conçu pour assurer que la recharge à 360 kHz ne provoque pas d'interférences avec les porte-clés 
des véhicules. Tous ces avantages et expériences ont été rendus possibles par le MPP, tout en étant compatible avec le Qi 2.0 BPP 
et en présentant une rétrocompatibilité de près de 100 % avec le Qi 1.x BPP. 

Figure 2.1.3 : Conception d'aimants multipolaires qui couplent étroitement des champs magnétiques 
permanents puissants dans la région du réseau d'aimants. 

Anglais Français 

case module module de cas 

(charge through) (charger à travers) 

case cas 

Tx module Module Tx 

1 L'étude de placement a utilisé un boîtier avec des aimants intégrés, comme le montre la Figure 2.1.3 :  
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Figure 2.1.3 : 2 Alignement magnétique précis dans un rayon de 2 mm (sans étui et avec étui en 
silicone). 

 
 
 

Anglais Français 

100% within 2 mm 100% à 2 mm près 

radius rayon 
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1.1.4 Interopérabilité des BPP et MPP 

La rétrocompatibilité avec les PRx ou PTx qui ne prennent pas en charge le MPP est assurée par le fonctionnement en BPP à une 
puissance maximale de 5 W : 

• MPP PTx : fonctionnement en tant que BPP PTx (c'est-à-dire 5 W) 

• Les MPP PRx peuvent fonctionner comme des BPP PRx (c'est-à-dire jusqu'à 5 W). 

Pour prendre en charge à la fois le MPP et le BPP, le système utilise un réajustement dynamique. Le réaccord dynamique est 
obtenu en commutant des condensateurs appropriés en série avec la bobine primaire du PTx et la bobine secondaire du PRx. 

Par rapport au BPP, cela nécessite : 

• Pour PTx : deux valeurs de condensateur supplémentaires et deux commutateurs (par exemple, MOSFET). 
• Pour PRx : une valeur de condensateur supplémentaire et un commutateur. 

Le réseau d'aimants résout le problème de la saturation de la densité du flux magnétique dans les matériaux de blindage (associé 
au phénomène d'alignement magnétique déconseillé dans les modèles de référence A1, A5, A9). Voir § 4.2 Modèle de système 
de bobine PTx et § 4.3 Modèle de système de bobine PRx . 

Le phénomène d'alignement magnétique Déconseillé est décrit dans Qi v1.2.2 Pt 4, Sec 2 Overview : 

"NOTE Les récepteurs de puissance qui utilisent un blindage magnétique fin se sont révélés présenter des performances réduites 
sur les émetteurs de puissance qui contiennent un aimant permanent dans ou à proximité de la zone active.. Ces récepteurs de 
puissance peuvent présenter, par exemple, une liberté de positionnement moindre et/ou un temps de charge plus long. Pour cette 
raison, les modèles d'émetteurs de puissance A1, A5 et A9 ont été Déconseillés à partir de la version 1.2 de la spécification Qi 
Power Class 0." 

Pour les BPP PRx qui mettent en œuvre un blindage avec une faible propriété de saturation, le réseau d'aimants dans un MPP 
PTx peut provoquer une saturation. De telles combinaisons de MPP PTx et de BPP PRx peuvent présenter une oscillation sub-
harmonique. Une solution à ce problème est décrite dans § 8.2 Atténuation de la saturation pour le BPP . 

 

1.1.5 Documents connexes 

Documents généraux 

• Introduction 
• Glossaire, acronymes et symboles 

Documents de description du système 

• Mécanique, thermique et interface usager [domaine des transports]. 
• Fourniture d'énergie 
• Couche physique des communications 
• Protocole de communication 
• Protocole de communication MPP 
• Détection des objets étrangers 
• Protection des étiquettes NFC 
• Protocole d'authentification 




